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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี จากการศึกษากระบวนการผลิต ณ โรงงาน

กรณีศึกษา มีปริมาณของเสียร้อยละ 4.39 ก่อนการปรับปรุง ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วยการน าแผนภูมิพาเรโตมาใช้
จัดล าดับปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับการใช้แผนผังแสดงเหตุและผลในการหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับปัญหา จากน้ันออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธีทากูชิ เพื่อหาค่าระดับของปัจจัยที่เหมาะสม ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลของกระบวนการ ซ่ึงได้แก่ ความเร็ว (Squeegee Speed), 
แรง (Squeegee Force) , และ ความสูง (Board Size Height) การออกแบบการทดลองถูกใช้ เป็นเครื่องมือในการก าหนด 
ค่าพารามิเตอร์ โดยการพิจารณาค่า signal to noise ratio ที่ท าให้เกิดค่า smaller the better 

จากการทดลองพบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมท่ีสุดดังน้ี คือ ความเร็ว (Squeegee Speed) คือ 30 มิลลิเมตรต่อวินาที          
แรง (Squeegee Force) คือ 20 นิวตัน และความสูง (Board Size Height) คือ 1.0 มิลลิเมตร เม่ือมาปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของ
เครื่องพิมพ์ตะก่ัว ท าให้ของเสียต่อเดือนลดลงเหลือร้อยละ 2.58 ซ่ึงจากเดิมของเสียต่อเดือนร้อยละ 4.39 ของเสียลดลงร้อยละ 40
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
ค ำส ำคัญ :  การประยุกต์ใช้ทากูชิ  แผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี  ลดของเสีย 
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Abstract 
This research aimed to reduce a defect in printed circuit board assembly process. The amount of defect of the 

production process at a case study company was 4.39 percent before the improvement. The steps of improvement 
were based on the Pareto chart and cause – effect diagram to analyze the problem and design the experiment by 
Taguchi method in order to find the suitable factors. The effective factors in the process were a squeegee Speed, 
a squeegee force, and a board size height.  The experiment was designed as a tool to determine the appropriate 
set of parameters in order to find the signal to noise ratio that had a smaller the better value . 

The result of this research showed that the appropriate parameters to set up the machine were :  a squeegee 
speed was 30 millimeters per second, a squeegee force was 20 Newton, and a board size height was 1.0 millimeters. 
After the experiment, it showed that defect reduced to 2.58 percent from 4.39 percent. 

  
Keywords:  Application of Taguchi, Printed circuit board, Defect reduce  
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1) บทน า  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันกันสูง ซ่ึง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังน้ัน
ความจ าเป็นของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลผลิต
ด้านอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จึงยังเป็นสิ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ีต้องการ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคหน่ึง 
ในกระบวนการผลิตประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่น
พีซีบีจะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการการพิมพ์ตะก่ัวลงบนแผ่นพีซีบี
การวางอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบี การให้
ความร้อนในการหลอมตะก่ัว ระหว่างตัวอุปกรณ์กับแผ่นพีซีบี ซ่ึง
จะต้องมีการก าหนด ค่าพารามิเตอร์ในการปรับตั้งอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง จ าเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์เป็นอย่างดี เพื่อก าหนดวิธีการให้กับกระบวนการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด 

สภาพการณ์ปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาที่ได้เข้าไปส ารวจ
น้ัน พบปัญหาชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบของ
ส่วนการพิมพ์ตะก่ัว (Printing Process) จากการน าข้อมูลบันทึก
ของชิ้นงานเสียของฝ่ายผลิตมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
แยกลักษณะงานเสีย จากข้อมูลพบชิ้นงานเสีย คิดเฉลี่ยต่อเดือน
เป็นร้อยละ 4.39 ซ่ึงในกระบวนการประกอบถือว่าเป็นร้อยละที่
สูง  

ดังน้ันจึงได้ท าการระดมมองร่วมกันหลายฝ่ายและน าสาเหตุ
หลักที่ได้จากการวิเคราะห์มาท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้
ใช้แนวทางทฤษฏี เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด (7 QC Tools) การ
ควบคุมคุณภาพ  และการออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ เพื่อ
ลดงานเสียให้ลดน้อยลงกว่า 40 % 

  
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2 . 1 )  เ พื่ อ ลดชิ้ น ง าน เ สี ย ใ นกร ะบวนการปร ะ ก อ บ
แผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี ลดลง 40% ต่อเดือน 

2.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบของส่วน
การพิมพ์ตะก่ัว 

 
3) วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1) ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุและระบุ

ปัจจัยที่มีผลกระทบที่ท าให้เกิดของเสียในกระบวนการประกอบ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบี โดยค านึงถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่น
พี ซีบี เพื่อลดความสูญเสีย ลดค่าใช้ จ่ายที่ เ กิ ดขึ้ น โดยได้
ท าการศึกษาข้อมูลบริษัท ซ่ึงด าเนินธุรกิจด้านการประกอบ
นาฬิกา  และประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับควบคุม
เครื่องบันทึกเวลา โดยศึกษาจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันร่วมกับ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ศึกษากระบวนการประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบี เก็บข้อมูลปัญหาในการประกอบ
ชิ้นงาน ในรุ่นการผลิต รุ่น Z150 โดยศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการที่ก่อให้เกิดปริมาณงานที่ไม่ตรงตามข้อก าหนด และ
ศึกษาสภาพกระบวนการที่ เ ป็ นต้นตอของปัญหาที่ เ ป็ น
กระบวนการที่เป็นสาเหตุ โดยท าการวิเคราะห์กระบวนการใน
การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ลงบนแผ่นพีซีบี 
จากน้ันจึงท าการประชุมเพื่อหาข้อสรุปกับทีมงานเพื่อศึกษาและ
ท าการวิจัยเก่ียวกับปัญหาน้ี เริ่มท าการเก็บข้อมูลแล้วจึงท าการ
วิเคราะห์เพื่อน าไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนการผลิต โดยมี
วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นล าดับดังแสดงรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1  รูปขั้นตอนการด าเนินงาน 
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3 .2 )  ศึกษากระบวนการการผลิตการประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบี 

ผลิตภัณฑ์แผงวงจรประกอบด้วยลายวงจรที่เกิดจากการน า
วงจรไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบจากวงจรไฟฟ้า ในรูปแบบของ
แบบวงจรไฟฟ้าหรือเรียกด้วยภาษาทางเทคนิคว่า เซอร์กิต
ไดอะแกรม (Circuit Diagram) มาอยู่ในรูปแบบของชิ้นงานที่
สามารถน ามาใช้งานในทางปฏิบัติงานได้จริง โดยส่วนประกอบ
ของแบบวงจรไฟฟ้าน้ัน จะมาอยู่ในรูปแบบการต่อสายไฟฟ้าของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ชิ้นหน่ึงไปสู่ชิ้นหน่ึงตามล าดับ
สัญญาณขาเข้าเรียกว่าอินพุทและสัญญาณขาออกหรือเอาท์พุท
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด ซ่ึงการประกอบต่อบนลาย
วงจรจะต้องถูกต้องตามแบบของวงจร ที่ได้ถูกออกแบบไว้เท่าน้ัน 
หากมีส่วนใดส่วนหน่ึงที่ผิดแตกต่างจะไม่สามารถท าให้วงจรที่ต่อ
ใช้งานน้ันสามารถท างานได้ตามหน้าที่ตามที่ถูกออกแบบไว้น้ันได้
ครบถ้วน  

 

 
 

รูปที่ 2  ลักษณะของพีซีบีที่ท าการผลิตในรุ่น Z150 ที่น ามาศึกษา
กระบวนการ 

 
ในกระบวนการผลิตรุ่น Z150 น้ีจะมีการผลิตอย่างสม่ าเสมอ

โดยมีการผลิตอยู่ประมาณ 1 ,000 ชิ้นต่อเดือน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
จ านวนสั่งซ้ือของลูกค้าที่ให้ท าการผลิตโดยให้โรงงานกรณีศึกษา
น้ีผลิต โดยมีล าดับขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตามกระบวนการดังน้ี 

 
 

รูปที่ 3  แผนภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์โมเดลกรณีศึกษา 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงลักษณะของเสียในกระบวนการผลิต 

 

 
 
3.3) การวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นงานเสีย 

จากการรวบรวมข้ อ มูลที่ เ กิดขึ้ นภาย ใน 6 เดือน ใน
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเดือน มกราคม 
- มิถุนายน และสรุปรายละเอียดงานเสียทั้งหมด ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ข้อมูลของเสียจากฝ่ายผลิต 6 เดือน 

เดือน 
จ านวน
ผลิต 
(ชิ้น) 

ชิ้นงานดี 
(ชิ้น) 

ชิ้นงาน
เสีย (ชิ้น) 

ชิ้นงาน
เสียร้อยละ 

มกราคม 954 920 34 3.56 
กุมภาพันธ์ 1,245 1,197 48 3.86 
มีนาคม 200 192 8 4.00 
เมษายน 869 824 45 5.18 

พฤษภาคม 235 220 15 6.38 
มิถุนายน 1,233 1,175 58 4.70 

รวม 4,736 4,582 208 4.39 

งานที่เกิดปัญหาเหล่าน้ีจะต้องด าเนินการซ่อมหรือน ากลับมา
ท าซ้ า (Rework) และบางส่วนต้องทิ้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการทิ้ง
ต่อบอร์ดเป็นมูลค่า 850 บาทต่อบอร์ด โดยมูลค่าต้นทุนในการที่
ทิ้งน้ีเป็นมาตรฐานของบริษัท ตามต้นทุนค่าแรง ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ 
ของโรงงานได้มาจากข้อมูลของในหน่วยงานฝ่ายการผลิต จาก
ข้อมูลพบว่ามีจ านวนแผ่นพีซีบีที่ถูกผลิตออกมาแล้วเป็นของเสีย
ทั้งสิ้น 142 หน่วยคิดเป็นเงิน 120,700 บาท หรือเฉลี่ย 20,117 
บาทต่อเดือน เม่ือน าบันทึกข้อมูลบอร์ดที่พบปัญหามาแยกแยะ
กลุ่มของลักษณะอาการเสียที่เกิดขึ้น เพื่อหาจ านวนของลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนับเป็นจ านวนจุดที่เกิดขึ้นบนแผ่นพีซีบีที่ถูก
ตรวจสอบพบปัญหาบนแผ่นพีซีบี จัดล าดับปัญหาได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  จ านวนชิ้นงานที่เป็นของเสียแยกตามลักษณะตามประเภท 

ลักษณะงานเสยี 
งานเสีย 
(จ านวน) 

งานเสีย
สะสม 

(จ านวน) 

สัดส่วน
สะสม 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ตะก่ัวลัดวงจรซีพียู 142 142 68 68 

วางอุปกรณ์ไม่ตรง 25 167 80 12 

ตะก่ัวไม่เกาะขา
อุปกรณ์ 

24 191 92 11.5 

ตะก่ัวไม่เพียงพอ 17 208 100 8.5 

รวม 208 - - 100 

 

จำ  นวนง นเสำ ย 142 25 24 17
Percent 68.3 12.0 11.5 8.2
Cum % 68.3 80.3 91.8 100.0
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รูปที่ 4  แผนภูมิพาเรโตแสดงลักษณะของเสียที่พบตามลักษณะปัญหา 
 

จากแผนภูมิพาเรโตแสดงให้ทราบว่าจ านวนของลักษณะของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น
พีซีบีแยกตามลักษณะของหัวข้อปัญหาทั้งหมดที่พบ ในสัดส่วน 
80 : 20 ตามหลักการคัดเลือกปัญหาของพาเรโตน้ันจะมีปัญหา
อยู่ 2 ลักษณะปัญหาได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ปัญหาตะก่ัวลัดวงจร
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ซีพียู อยู่ที่ร้อยละ 68 ปัญหาอันดับที่  2 คือ ปัญหาการวาง
อุปกรณ์ไม่ตรง อยู่ที่ร้อยละ 12 ซ่ึงผลรวมอยู่ที่ร้อยละ 80 ของ
ลักษณะของเสียที่พบมากที่สุดในกระบวนการ แต่อันเน่ืองมาจาก
ความรุนแรงของปัญหาหลังการผลิต ปัญหาการลัดวงจรจะสร้าง
ความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างและตัวอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเลือกหัวข้อ ตะก่ัวลัดวงจรซีพียู มาพิจารณาใน
การลดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนที่มี
ผลกระทบสูงด้านคุณภาพ ต้นทุน ความเชื่อม่ันจากลูกค้า และ
เป็นปัญหาที่มีของเสียเกิดขึ้นสูงที่สุดเพื่อที่จะน าไปท าการแก้ไข
ปรับปรุง 
 

ตารางที่ 4  ลักษณะของชิ้นงานเสีย 6 เดือน 

ลักษณะงานเสยี 
งานเสีย
(จ านวน) 

งานเสีย
(%) 

หมายเหต ุ

ตะก่ัวลัดวงจรซีพียู 142 3.00 ซ่อมไม่ได้ 

วางอุปกรณ์ไม่ตรง 25 0.53 ซ่อมได้ 

ตะก่ัวไม่เกาะขา
อุปกรณ์ 

24 0.51 ซ่อมได้ 

ตะก่ัวเพียงพอ 17 0.36 ซ่อมได้ 

รวม 208 4.39  

 

 
 

รูปที่ 5  กราฟแสดงลักษณะชิ้นงานเสีย 
 

เป็นกราฟแสดงอัตราส่วนของชิ้นงานเสียเฉลี่ยต่อเดือนทั้ง 4 
แบบ จากการน าเอาข้อมูลชิ้นงานเสียทั้งหมด 6 เดือน ของฝ่าย
ผลิต มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 

3.4) การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไข 
การหาสาเหตุของชิ้นงานเสียแต่ละชนิด โดยน าแผนผังเหตุ

และผล มาประยุกต์ในการระดมความคิดจากแผนกผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ด ังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6  การระดมความคิด 

 
การเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและการด าเนินการซ่ึงวิธีการ 

แก้ไขปัญหาบางปรากฏการณ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยตรง จึง
ต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข[1] จากการระดมความคิด
สามารถแบ่งเหตุและผลออกเป็นสาเหตุหลัก ซ่ึงสาเหตุหลัก
สามารถแตกเป็นแขนงสาเหตุย่อยได้อีกเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
สาเหตุได้ง่ายขึ้น ในการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7  แผนผังแสดงเหตุและผลของชิ้นงานเสีย 
 

จากแผนภาพแสดงเหตุและผลของชิ้นงานเสียเพื่อท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของชิ้นงานเสียแต่ละอาการและได้น าปัญหา
ทั้งหมดมาท าการแก้ไขที่ละขั้นตอน โดยท าการแจกแจงดังตาราง
ที่ 5  
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ตารางที่ 5  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชิ้นงานเสีย        
ในกระบวนการผลิตพีซีบี 

ปญัหา 
สาเหตุของ

ปญัหา 
การแก้ไขปญัหา 

1. ตะก่ัว
ลัดวงจรซีพียู 

-ปริมาณตะก่ัว
มากเกิน 

-ทดลองปรับระยะของการ
พิมพ์ตะก่ัว 

-รูพิมพ์ตะก่ัว
ใหญ่เกินไป 

-ทดลองปรับระยะของการ
พิมพ์ตะก่ัว หรือสร้างบล็อก

สกรีน 

2. วางอุปกรณ์
ไม่ตรง 

-พารามิเตอร์
เครื่อง 

-ตรวจเช็คหัวจับอุปกรณ์ 
-ตรวจเช็คการวางอุปกรณ์ 

3 .ตะก่ัวไม่เกาะ
ขาอุปกรณ์ 

-พารามิเตอร์
เครื่อง 

-ตรวจเช็คหัวจับอุปกรณ์ 
-ตรวจเช็คการวางอุปกรณ์ 

4. ตะก่ัวไม่
เพียงพอ 

-รูพิมพ์บรรจุ
ตะก่ัวตัน -ตรวจเช็คการท าความ

สะอาด -แขนปาดตะก่ัว
สกปรก 

 
3.5) ปัจจัย และระดับปัจจัย 

ปัจจัยและระดับปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยน้ี พิจารณาเฉพาะ
ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Factor) และไม่สนใจปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 
(Noise Factor)[2] โดยปัจจัยที่ศึกษา ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก
ที่ส าคัญ ได้แก่ ความเร็ว (Squeegee Speed), แรง (Squeegee 
Force), และ ความสูง (Board Size Height) โดยค่าระดับปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย จากการระดมความคิดจาก
แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ดัง
ตารางที่ 6 
 

ตารางที่  6 ปัจจัยและระดับปัจจัย 

ปัจจัย 
ระดบัของปจัจยั 

หน่วย 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 

ความเร็ว 
Squeegee Speed 

30 32 
mm. / 

sec 
แรง 

Squeegee Force 
20 22 N. 

ความสูง 
Board Size height 

0.5 1.0 mm. 

 
 
 

3.6) การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ  
การออกแบบการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลด้วยวิธีทากูชิ ซ่ึงใช้

การสร้างแผนการทดลองแบบเมตริกซ์ (Design the matrix 
experiment) [3] มีรูปแบบการทดลองที่เลือกมาจากการทดลอง
แบบสมบูรณ์เพื่อลดเวลา และความสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการ
ทดลองจ านวนมาก [4] โดยใช้แผนการทดลองในรูปแบบ 
Orthogonal Array L8 23  และผู้วิจัยท าลองซ้ า 3 ครั้ง ตามแผน
ที่ออกแบบไว้ โดยจะน าผลการทดลอง (ชิ้นงานเสีย) ที่ได้ มา
ค านวณในอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน Signal-To-Noise 
Ratio เพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมดังรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 8  ออกแบบการทดลองด้วยวิธทีากูชิ 
  

4) ผลการวิจัย 

ผลการทดลองตามรูปแบบ Orthogonal Array L8 23  ทดลอง
ซ้ า 3 ครั้ง[5] ค่าผลการทดลอง (Response) ในงานวิจัยน้ีคือ 
ชิ้นงานเสีย และ ค านวณค่าในอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
(S/N Ratio) โดย การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสีย ซ่ึงค่า
ยิ่งน้อยยิ่งดี หมายความว่า ค่าผลการทดลองยิ่งน้อยยิ่งดี ตาม
ทฤษฎีของทากูชิ การค านวนดังกล่าวอยู่ในรูปของ Smaller-
The-Better ผลการทดลองดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการทดลอง 
ล าดบั
การ

ทดลอง 

ระดบัของปจัจยัที่ใช้ทดลอง ชิ้นงานเสยี 

Speed Force height 
ครัง้ที่ 

1  
ครัง้ที่ 

2 
ครัง้ที่ 

3 
1 30 20 0.5 1.0 1.0 0 
2 30 20 1.0 1.0 1.0 1.0 
3 30 22 0.5 1.0 0 0 
4 30 22 1.0 1.0 0 1.0 
5 32 20 0.5 0 1.0 0 
6 32 20 1.0 0 1.0 1.0 
7 32 22 0.5 0 0 0 
8 32 22 1.0 0 0 1.0 

 
การวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสม โดย

พิจารณาจากค่า ผลกระทบของแต่ละปัจจัยจากมากไปน้อย คือ 
ความเร็ว (Squeegee Speed), แรง (Squeegee Force), และ 
ความสูง (Board Size Height) ดังตารางที่ 8  

 
ตารางที่ 8  ผลตอบสนองค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวนที่

ระดับต่าง ๆ ของแต่ละปัจจัย 

ระดบั
ปัจจัย 

ความเร็ว 
Squeegee 

Speed 

แรง 
Squeegee 

Force 

ความสูง 
Board Size 

height 
1 -0.7575 -0.7575 -2.7643 
2 -2.7643 -2.7643 -0.7575 

ผลกระทบ 2.0069 2.0069 2.0069 
Rank 2 2 2 

 
การวิเคราะห์ผลของทากูชิเพ่ือหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม  

พิจารณาจากระดับอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน (Signal-to-
Noise Ratio: S/N) มีค่าสูงสุดดังรูปที่ 9 
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Signal-to-noise: Nominal is best (10*Log10(Ybar**2/s**2))  
 

รูปที่ 9 กราฟผลตอบสนองค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวนปัจจัยหลัก 

0
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0
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32
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รูปที่ 10 กราฟผลตอบสนองค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
ความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัย 

 
จากรูปที่ 10 ปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

ของเครื่องพิมพ์ตะก่ัว เพื่อลดปัญหาของเสียน้อยที่สุดดังน้ี 
-ความเร็ว (Squeegee Speed) ค่าที่เหมาะสม คือ 30 mm./ 
sec (ระดับปัจจัยที่ 1) 
-แรง (Squeegee Force) ค่าที่เหมาะสม คือ 20 N. (ระดับปัจจัย
ที่ 1) 
-ความสูง (Board Size Height) ค่าที่เหมาะสม คือ 1.0 mm. 
(ระดับปัจจัยที่ 2) 

จากค่าของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด คือ ความเร็ว (Squeegee 
Speed) คือ 30 mm./ sec แรง (Squeegee Force) คือ 20 N. 
และความสูง (Board Size Height) คือ 1.0 mm. น ามาปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์ตะก่ัว และควบคุมด้วยค่าดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 11 การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์ตะก่ัว 
 

จากการควบคุมการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์
ตะก่ัว ด้วยปัจจัยที่เหมาะสม ตามการออกแบบการทดลองด้วย
วิธีของทากูชิ ในเดือนสิงหาคม ผลดังตารางที่ 9 รูปที่ 12 
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ตารางที่ 9 ผลการทดลอง ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

รายละเอียด ก่อนปรบัปรงุ หลังปรับปรุง  

In put (จ านวน) 4,736 542 
Out put (จ านวน) 4,528 528 
งานเสีย (จ านวน) 208 14 

ตะก่ัวลัดวงจรขาซีพียู 3.00 1.85 
วางอุปกรณ์ไม่ตรง 0.53 0.18 
ตะก่ัวไม่เกาะขา

อุปกรณ์ 
0.51 0.37 

ตะก่ัวไม่เพียงพอ 0.36 0.18 
งานเสีย (%) 4.39 2.58 

งานเสียที่ลดลง (%) 1.81 
 

 
 

รูปที่ 12 เปรียบเทียบผลการทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 13 เปรียบเทียบก่อนปรับปรุง เป้าหมาย และหลังปรับปรุง 
 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย น้ีแสดงให้ เห็นว่า จากค่าของปัจจัยที่
เหมาะสมที่สุด คือ ความเร็ว (Squeegee Speed) คือ 30 mm./ 
sec แรง (Squeegee Force) คือ 20 N. และความสูง (Board 
Size Height) คือ 1 mm. น ามาปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของ
เครื่องพิมพ์ตะก่ัว ท าให้ของเสียต่อเดือนลดลงจากเดิมร้อยละ 
4.39 เหลือ 2.58 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ของเสียลดลง

ร้ อย ละ  40 ผลการ วิ จั ย สอดคล้ อ ง กับ  [7]  Wanruedee 
Intananok, 2015 ปัจจัยหลักในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี 
 

6) ข้อเสนอแนะ 

การน าเอาเทคนิควิธีการทากุชิมาช่วยในการออกแบบการ
ทดลอง ท าให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงเป็นตัวช่วยใน
การปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการผลิตในส่วนอ่ืน ๆ ได้ 
น าไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต และคุณภาพของชิ้นงานที่สูงขึ้น
[8] 

การวิจัยในกระบวนการเครื่องพิมพ์ตะก่ัวในครั้งน้ี ผลการ
ทดลองเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ควรปรับปรุงในปัจจัยอ่ืน ๆ 
ต่อไป เพื่อให้ของเสียลดลงมากกว่า 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่คอยสนับสนุน ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ 
ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ และขอขอบพระคุณบริษัทกรณีศึกษาที่ 
อ านวยความสะดวก สนับสนุน ความร่วมมือเป็นอย่างดีในผลงาน
ในครั้งน้ี 
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